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雷射燒結積層製造用金屬粉末概述 

 

金屬中心 MII 產業分析師  劉文海  

摘要：  

積層製造（Additive Manufacturing, AM）技術自 1995 年起開始商業化

應用於金屬材料成形，而雷射金屬積層製造技術從成形物的機械特性、長時

間的穩定性、生產性各方面來看，都非常適合作為量產製造，是所有應用於

最終產品的 AM 技術當中發展最快的一種。雷射金屬積層製造用之粉末要求

粒度分布範圍小、高球形度、高鬆裝密度，對氣體含量、流動性、不同批次

產品的穩定性要求嚴格。本文針對金屬粉末的雷射燒結型積層製造介紹其原

料種類、特性及潛在應用。  

一、前言  

根據不同的用途，積層製造金屬粉末製備的工件要求強度高、耐腐蝕、

耐高溫、比重小、具有良好的可燒結性等。同時，還要求材料無毒、環保、

性能穩定，能夠滿足積層製造機持續可靠運行。功能應該是越來越豐富，例

如現在已對部分材料提出了導電、水溶、耐磨等要求。積層製造材料中以金

屬粉末應用市場最為廣闊，因此，直接用金屬粉末燒結成型三維零件是快速

成形製造最終目標之一。  

二、雷射金屬積層製造用粉末原料種類  

目前全球雷射金屬積層製造系統設備以德國 EOS 市佔率居冠，其製程稱
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